NGAB
GROUP

Hgjteknologiske printkort

— Tag de rigtige beslutninger lige fra design til
produktion af store maengder

A topic from NCAB GROUP about integrated PCB production




FOCUS:H@ITEKNOLOGISKE PRINTKORT##32014

Vandret pletteringslinje til kobberfyldning af mikroviaer pa HDI-produkter.

Moderne elektroniske produkter forventes at rumme flere og flere avancerede funktioner, samtidig med at
selve produkterne bliver mindre og mindre. Dermed gges kravene til printkortdesign og alle de aspekter, der
vedrgrer produktion af printkort. To veesentlige faktorer er grundlaeggende for en vellykket produktion af avan-
cerede printkort af hgj kvalitet. Den f@rste er, at man tager de rigtige beslutninger i designfasen, og den anden
er en omhyggelig udveelgelse af en fabrik, der kan opfylde de specifikke tekniske krav i det aktuelle projekt.

Vi ser et stigende antal elektroniske funktioner blive presset ind i
mindre og mindre produkter. Uanset om det er forbrugerelektronik,
computere, elektronik i biler eller medicinsk teknologi, er den sam-
lede tendens, at alting skal vaere mindre. Det handler ikke alene om,
at det aktuelle eller feerdige produkt skal veere mindre. Komponen-
terne er ogsa mindre, sa de faerdigmonterede printkort skal pakkes
meget teettere, og loddepads skal veere meget mindre.

Chris Nuttall, Chief Operating Officer i NCAB Group, navner
mobiltelefoner som et eksempel:

"Teenk bare pa deres udvikling. En moderne telefon er ikke bare
en telefon — det er en smartphone. Den er meget tyndere, lettere
og mindre end de mobiltelefoner, vi havde for 20 ar siden, men
hvad angar dens funktioner er den lysar fra forgaeengerne. Som
faglge heraf skal printkortene indeni rumme flere og flere funktio-
ner, og det ggr designet i sig selv meget mere komplekst — og alt
dette skal passes ind pa stadigt mindre printkort. Lad os tage et
eksempel pé et produkt, der indeholder NCABs printkort, et Has-
selblad kamera. Hasselblad H1D, som blev lanceret i 2002, kunne
levere fotos med en oplgsning pa op til 22 megapixels. Hassel-
blads nyeste model, H5D, kan tage fotos med en oplgsning pa op
til 200 megapixels. Sensorerne, hukommelsen og processorerne,
som er kernen i denne nye og langt mere avancerede teknologi,

Chris Nuttall, Chief Operations Officer, NCAB Group.

"Teenk bare pa deres udvikling. En mo-
derne telefon er ikke bare en telefon

— det er en smartphone. Den er meget
tyndere, lettere og mindre end de mobil-
telefoner, vi havde for 20 ar siden, men
hvad angar dens funktioner er den lysar
fra forgaengerne. Derfor skal printkortene
indeni rumme flere og flere funktioner,
og det ggr designet i sig selv meget mere
komplekst — og alt dette skal passes ind
pa stadigt mindre printkort.”

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

kreever naturligvis et meget mere komplekst printkort.

Disse stadigt mere avancerede elektroniske produkter har fgrt
til, at mere avancerede printkort er blevet mere udbredte.

Her kraeves de sakaldte HDI'ER eller High Density Interconnect-
Igsninger med flere lag og flere forbindelser, bade pa overfladen
og inde i printkortet. Dette opnas ved hjeelp af tyndere baner og
mindre plads imellem dem. Alt dette indgar i et design, der er
baseret pd mindre, laserborede mikroviaer, (blinde viaer), da der
ikke er plads til normale, gennemgaende viaer pa den tilgeengelige
plads. Derfor oplever vi, at producenter fremstiller flere kort med
inkorporerede skjulte viaer. Alt dette gger antallet af indbyrdes
forbindelser pa printkortet og friggr veerdifuld plads pa ydersiden
til placering af flere komponenter.

Det ggede antal lag sammen med mikrovia teknologien ngd-
vendigggr brug af tyndere prepegs og kerner end i konventionelt
fremstillede kort, og dette medfgrer stgrre krav til fabrikkerne.”
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FLERE PRODUKTIONSTRIN

"Udbredt miniaturisering stiller meget stgrre krav til printkortfabrik-
kernes produktionsudstyr. Mange trin i produktionen af HDI-kort er
identiske med dem, der anvendes ved produktion af konventionelle
kort. Men produktion af HDI-kort kreever langt mere avanceret udstyr
for at opné den meget lille geometri, der kraeves.” siger Kenneth
Jonsson, Teknisk chef hos NCAB Group i Sverige.

"Og inkorporering af flere lag skjulte viaer og/eller mikroviaer pa
kortene kreever ikke alene en del flere trin, men disse skal ogsé
gentages adskillige gange, og alt dette gger kompleksiteten og
risikoen for fejl.” Han fortsaetter: "Alle geometrierne er meget mindre
pa HDI-kort, og dette kraever specialudstyr designet til hgjteknologisk
produktion. Mange fabrikker har laserboring, men desveerre er der
ikke lige sa mange, der har det ngdvendige pletteringsudstyr og den
ngdvendige erfaring med bearbejdning, til at de rent faktisk kan
producere driftssikre HDI-kort af god kvalitet. Det er derfor, NCAB
bruger lang tid og mange kraefter pa at opkvalificere og kontrollere
en fabrik, fgr den godkendes til produktion af HDI-kort til vores
kunder.

"Fgrste overvejelse, nar man skal udvikle mikroviaer, drejer sig
om avancerede laserbor, der kan bore blinde viaer ned til 50 pm,
selvom de fleste mikroviaer normalt har en diameter pa ca. 100 um.
De nyeste generationer af disse maskiner kan bore op til 500 huller i
sekundet.” siger Kenneth Jonsson.

Derefter er overfgrslen af printmgnstret til et HDI-kort en lige sa
kritisk operation, der kraever den hgjeste preecision, som ikke kan
opnéas med traditionelle fototeknikker. | stedet bruger HDI fabrik-
ker registrering med CCD kameraer, med parallelt lys eller direkte
laser-mgnsteroverfgring, der gengiver mgnsteret direkte pa det
lysfglsomme kernemateriale. Dette forbedrer kvaliteten, da intet film-
materiale bliver brugt, og man kan opna en meget stgrre ngjagtighed
i overfgrslen af mgnsterets detaljer pa helt ned til 50 um.

En direkte laser-mgnsteroverfgringsmaskine (LDI) overfgrer (og trykker) mgnstret
direkte pa printkortmaterialet ved hjeelp af laserstréler.

DET RIGTIGE UDSTYR OG RENRUM ER
FORUDSZATNINGER FOR DETTE.
"For at opna det bedst mulige resultat ved billedoverfgrslen er det
meget vigtigt, at den foregar i seerlige renrum med ngje kontrolleret
temperatur og luftfugtighed.” forklarer Kenneth Jonsson.

De renrum, der er anvendt til disse processer, opfylder specifika-
tionerne i klasse US FED STD 209E 10.000. Denne klasse har vee-

Kenneth Jonsson, Technical Manager, NCAB Group Sweden.

ret industristandarden i mange ar og fastsaetter, at koncentrationen
af luftbarne partikler pa >0,5 um (et menneskehar er typisk 20-50
um tykt) ikke bgr overstige 10.000 partikler pr. kubikfod luft.

"| dag har de bedste fabrikker renrum, der opfylder kravene fra
klasse 1.000. For at give en idé om, hvad det betyder, indeholder
den luft, vi til daglig indander, én million partikler pa samme stgr-
relse pr. kubikfod. Og gode renrum er dyre, bade i anskaffelse og
vedligeholdelse.” siger han.

"Udbredt miniaturisering stiller meget
stgrre krav til produktionsudstyret pa
printkortfabrikkerne og krzever langt mere
avanceret udstyr, for at man kan opna
den meget lille geometri, der kraeves.”
KENNETH JONSSON, NCAB GROUP SWEDEN

Det kraever ogsa en anden slags pletteringslinje at producere
HDI-kort. Ved andre kort end HDI-kort kan man som regel ngjes
med normale pletteringslinjer, hvor panelerne holdes lodret og der
anvendes mekanisk bevaegelse og luftindblaesning, der bevirker,

at pletteringskemikalierne kan give en god kobberplettering pa
overfladen og i hullerne (den del af pletteringen, der vedrgrer de
gennemgéende huller, kraever et godt flow i oplgsningen inde i
hullerne, for ellers kan man ikke opna en driftssikker eller jeavn
pletteringstykkelse). Men denne metode er ikke egnet til HDI-kort
med blinde viaer, der kan méale 100 um eller mindre i diameter. Det
er derfor, de fleste fabrikker anvender bade vandrette pletteringslin-
jer og Lodrette Kontinuerlige Pletteringslinjer, LKP-linjer. Ved disse
metoder sprgjtes pletteringskemikalierne pa pladerne under hgijt
tryk, som sikrer, at mikroviaerne pletteres korrekt.

Det er en stor udfordring at placere loddemasken korrekt mod
mgnsteret, da ekstreme komponenter, for eksempel 01005 og
uBGA-kredslgb med 400 p eller mindre afstande, skal give toleran-
cer ned til 37 pum eller i ekstreme tilfeelde 25 um. For at opna dette
er kameraregisterings-/belysningenheder ngdvendige.

"Printkortproducenterne har nu mulighed for at anvende seerlig
laserbelysning til belysning af loddemasken, da loddemaskepro-
ducenterne har udviklet speciel farve til loddemasker til brug ved
HDI-design, som kraever mindre energi ved polymeriseringen.” siger
Kenneth.

ET KIG "UNDER KGLERHJELMEN”

Chris Nuttall forklarer, at NCAB Group foretager en grundig gen-

nemgang af samtlige aspekter af en fabriks produktionsprocesser og

udstyr, nar det vurderes, om den er i stand til at opfylde kravene til

hgjteknologisk produktion. Som han siger, er det som at kigge under

kglerhjelmen og give bilen et serviceeftersyn, fgr man kgber den.
"Hvis en fabrik siger, at den har laserboring og derfor er i stand
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til at producere driftssikre hgjteknologiske printkort, svarer det til at
sige, at det eneste man behgver for at blive en ny Michelangelo, er
en hammer og en mejsel. Vi ved, at laserboringsudstyr ikke er det
eneste ngdvendige ved produktion af HDI-kort — det er lige sa vigtigt,
at fabrikken har det rigtige pletteringsudstyr, den rigtige kemi og

at de ved, hvordan man handterer, kontrollerer og efterprgver hele
pletteringsprocessen. Vi ser ogsa pa, hvilke kemikalier og metoder,
de anvender, og deres mgnsteroverfgringsudstyr og -procedurer
sammenholdt med en forstaelse af tallene bag fabrikkernes konkrete
erfaring pa dette omrade samt deres praestation — begge er afgg-
rende faktorer.” siger han.

"Men vi er interesserede i fabrikker, der specialiserer sig i produk-
tion af avancerede kort — det skal veere en stor del af deres hovedak-
tivitet.” tilfgjer Kenneth Jonsson.

For gjeblikket er 11 forskellige fabrikker i Kina og Europa i stand fil
at producere HDI-printkort til NCABs kunder.

"Vi lytter til og taler med vores kunder, og vi arbejder pa at forsta
detaljerne i deres design samt deres krav. Vi finder den rigtige fabrik
til det enkelte projekt afhaengigt af dets kompleksitet, maengde og
andre specifikke krav. Og vores strategi med at fastholde og udvikle
vores position som best-in-class og et sikkert produktionsgrundlag
fortseetter inden for dette teknologiske omrade, da vi altid har mere
end én godkendt leverandgr, som kan levere til NCAB og vores
kunder.” fortseetter Chris Nuttall.

Vandret desmear og pletteringslinje.

Alt dette lyder helt rigtigt ifglge en af NCABs kunder:

"Den hgjeste kvalitet og leveringsdygtighed er afggrende faktorer
for 0os. Og NCAB Groups ngje udvalgte fabrikker sikrer, at kapacite-
ten altid er til stede, samt at de kan overholde forskellige leverings-
tider og forsyne os med det udvalg af printkort, som vi har brug for.
Takket veere deres effektive kvalitetskontrol pa stedet i Kina leverer
NCABs fabrikker altid, hvad de lover. NGAB Group er en fleksibel og
sikker partner.” siger Mikael Borg, indkgbschef hos Hasselblad.

Kenneth Jonsson understreger vigtigheden af, at fabrikken ikke
alene kan producere avancerede printkort, men ogsa er i stand til at
begraense antallet af produktionsfejl til et minimum.

"Vi kan tage HDI-kort som et eksempel. At producere denne type
kort efter 3-4b-3-metoden omfatter laminering, boring og plettering

fire gange. Hvis der er en fejlprocent pa 10 i hver runde pé fabrik-
ken, ville antallet af kasserede printkort overstige den maengde, der
rent faktisk leveres. | sddan et tilfeelde ma man stille spgrgsmaltegn
ved kvaliteten af de emner, som néar frem til leveringsstadiet.” siger
Kenneth Jonsson og tilfgjer, at det bgr give anledning til bekymring:
"Nar man tenker pa, at komponenterne pa kortet kan koste over
100 gange sa meget som selve kortet, er det helt afggrende, at man
kan stole péa kortets kvalitet. Ellers kan det blive virkelig dyrt, hvis
man bliver ngdt til at kassere produktet pa et senere tidspunkt.”

LAV DET RIGTIGE DESIGN FRA BEGYNDELSEN
Endnu et aspekt skal prioriteres i forbindelse med avancerede

kort, nemlig selve designet. Marginalerne er meget sma i forhold til
banernes bredde, isoleringsafstanden mellem kobberdelene, impe-
danskravene, hulstgrrelserne og deres evne til at fastholde og fordele
plads. Alt dette er en stor udfordring i layoutfasen. Designreglerne
skal veere realistiske og tilpasset produktion af store maengder fra
begyndelsen. Kenneth Jonsson advarer mod en raekke faldgruber,
hvis man kun er opmaerksom péa prototypefabrikkens designregler:
"Et eksempel kan veere, at kernerne i de inderste lag laves for tynde
til, at man kan opnéa en god kapacitiv kobling. Det fungerer méske
pa en prototypefabrik, hvor man er meget omhyggelig med dybest
set at handfremstille kernerne i disse tynde inderste lag. Men det
kan medfgre store problemer, nar produktet skal fremstilles i store
maengder, da der kan veere forskellig kapabilitet og i dette eksempel
kan de tyndere kerner nemt sidde fast under bearbejdningen pa de
lange maengdeorienterede eetselinjer, da de i virkeligheden er for
skrgbelige. Vi anbefaler derfor, hvis det er muligt, at man undgar, at
kernerne i de inderste lag er tyndere end 75 um, da vores erfaring
siger, at denne "designregel” fungerer fint i hele vores hgjteknolo-
giske produktion.”

"Hvis en fabrik siger, at den har laser-

bor og saledes er i stand til at producere
hgjteknologiske printkort, svarer det til

at sige, at det eneste man behgver for at
blive en ny Michelangelo, er en hammer
og en mejsel. Det er lige sa vigtigt at vide,
hvordan man griber pletteringsprocessen
an, som det er at have avanceret
pletteringsudstyr.”

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

Hvis der er plads nok pa kortet, og komponenten kan fas med
forskellige benafstande, anbefaler Kenneth ogsa, at man veelger en
komponent med stgrre benafstand, da det ggr kortet mindre kom-
plekst og sparer omkostninger.

"Mindre komponenter er maske billigere i indkgb eller lettere til-
geengelige, men dette valg kan ggre kortet ungdvendigt dyrt i forhold
til dets anvendelsesformal. Hvis man veelger sma komponenter,
bliver kredslgbet mere komplekst, og derfor bliver kortet tilsvarende
dyrere.

Det er her, kunden bgr samarbejde med NCAB for at afggre, om
det design, der skal anvendes til denne slags komponenter, skal
vaere omkostningseffektivt. — Opvejer de lavere omkostninger ved
kgb af lettere tilgeengelige, men mere komplekse komponenter et
potentielt dyrere printkort? — Om det for eksempel skal anvendes
i mobiltelefoner til forbrugermarkedet eller i produktion af sma
meengder.
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Laserbor, der anvendes til HDI-produktion.

Vi oplever ogsa, at der anvendes flere komponenter af PoP-typen
(Package on Package) i industrien. Man skal ngje undersgge, om
man p& monteringsstedet er fortrolig med teknologien og de ekstra
omkostninger, der kan fglge med. Naturligvis er mindre komponen-

ter pladsbesparende, og dermed kan man producere et billigere
kort, sa leenge det ikke betyder, at det skal laves mere komplekst
med mange lag mikroviaer eller begravede strukturer, m.m. Man
skal altid afveje plads kontra kompleksitet i designfasen
"NCAB leegger veegt pa at blive involveret lige fra begyndelsen
for at hjeelpe kunderne med at finde den rigtige Igsning. Man skal
forsta, at der er stor forskel pa at producere prototyper og store
meengder.” forklarer Kenneth Jonsson. "Hvis man fokuserer pa de
forkerte ting fra begyndelsen, kan man szette hele projektet pa spil,
hvis det viser sig, at designet ikke kan anvendes til produktion af sto-
re maengder. Jeg anbefaler, at man indleder et "seamless project”,
et problemfrit projekt, sammen med os pa et tidligt tidspunkt for
at sikre, at kortet kan produceres til en rimelig pris og med korrekt
kompleksitet hvad angar design og driftssikkerhed. Han fortseetter:
"Fordelene ved at henvende sig til NCAB Group er, at vi har den
relevante viden hvad angar bade design og produktion. Vi ved, hvad

fabrikkerne behgver for at kunne levere kvalitetsprodukter til tiden.
Vi ved, hvilke fabrikker der er bedst til at opfylde forskellige typer
krav. Og vi ved ogsa, hvordan man designer kort, der giver kunderne
hgj ydelse og best-in-class slutprodukter.” konkluderer Chris Nuttall.

Spgrgsmal fra hele verden: Hvilken udvikling ser du pa dit marked, iseer i
forbindelse med hgjteknologiske printkort? Hvordan vil du beskrive dine
kunders forventninger og krav til printproducenterne inden for dette omrade?

RUSSIA
VLADIMIR MAKAROV
Managing Director, NCAB Group Russia

— | lang tid var almindelige dobbeltsidede
printkort normen pa det russiske marked.
Men i de seneste ar har situationen
andret sig markant. Det er i virkelighe-
den ikke overraskende, da markedet

gar i retning af miniaturisering og gget
funktionalitet i elektronikprodukter, og det
kreever mere avancerede, teettere pakkede
kort. At opna de kvaliteter, som markedet
efterspgrger, er hovedsagelig en udford-
ring for erfarne designere. Det essentielle
er at arbejde teet sammen med vores
kunder for at hjeelpe dem med at udvikle
mere moderne og konkurrencedygtige
produkter.

MACEDONIA
SLOBODAN SHOKOSKI
Managing Director, NCAB Group Macedonia

— Det gkonomiske opsving i Balkanlande-
ne tager til, selvom det stadig foregar i

en ujeevn takt. De vigtigste drivkreefter

er de gkonomier, der er leengst fremme,
som f.eks. Sloveniens, mens fremskridtet
sker langsommere end forventet i andre
omréader. Over 60 % af vores ordrer er pa
hgjteknologiske printkort. De fleste er fra
ordregivere i teleindustrien, hvor kvalitet
og driftssikkerhed prioriteres hgit. Vores
stgrste udfordring er, at vi skal bruge lang
tid pa at imgdekomme vores kunders
ngjagtige behov.

GERMANY
OKTAY CAN
Key Account Manager, NCAB Group Germany

— Vores kunder er fgrende inden for det
hgjteknologiske segment, som kreever
stadigt mere komplekse Igsninger bade
hvad angar anvendelse og teknologi. Den
stgrste stigning, vi oplever i efterspgrgs-
len, er pa mere komplekse printkort

- pa greensen til, hvad der er muligt at
opna. Kunderne forlanger pa samme tid
hgjere kvalitet, driftssikkerhed og lavere
omkostninger. Det tager tid at udvikle de
relevante kompetencer for at kunne pro-
ducere denne slags avancerede kort, og
derfor er det vigtigt, at vi er omhyggelige
med udveelgelsen af de rigtige leverandg-
rer. Vores virksomhed er baseret pa vores
evne til at opfylde de hgje krav, som vores
kunder stiller, og levere en kvalitet, de kan
stole pa, til den rigtige pris.
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"8 design tips for HDI”

COMMON DESIGN PROBLEMS
REGARDING HDI

Dielectric too thick for laser vias

Too small microvia size

Too tight geometries in the form of too
small capture and target lands for the
microvia

Too tight demands on permitted dimple
on copper filled microvias

Too tight demands on the thickness of
overplating of plugged vias. (POFV or
VIPPO)

Epoxy via plugging demands for too many
different sizes of vias, this applies to both
buried as for through vias

Microvia placement

Too small distance between the
staggered holes and the microvias —
microvias or microvias — buried vias

PRODUCTION PROBLEMS DEPENDING
ON THIS

Increased time for laser drilling, lower
productivity.

High risk for voids in the plating process,
especially in the bottom of the microvias.

Increased price for the PCBs due to
reduced yields.

Increased risk for the microvia to be
blocked by unknown material and
therefore won't be plated satisfactorily.

High risk for poor plating of the microvia,
especially in the bottom.

Increased price for the PCBs due to
reduced yields.

If the target land is too small, the risk will
increase for partly missing it (so called
overshoot), and material adjacent to the
pad will be burnt down to the next layer.

If the capture land is to small, it is a risk
for the land to be broken, which is not
acceptable to any class in IPC-6016.

Increased price for the PCBs due to
reduced yields.

Affects the flow of the process, at a reaso-
nable thickness of the overplating all the
vias can be drilled in the same operation,
which makes the process much easier.

If the overplating is too thick this will
reduce the possibilities to produce outer
layers with thin tracks/small isolation.

Hard to control that bubbles dont occur
in the final plug, and that there won't be a
problem with complete filling.

If microvias are placed directly into SMD
surfaces, unnecessarily voids can arise in
the solder joints at reflow soldering.

The price structure increases if the micro
vias are copperfilled.

If the staggered microvias are placed
too close to each other, there is a risk
that the overlaying hole can intrude on
the underlying one with bad plating as a
consequence.

This can be solved by copper filling of
underlying microvias or overplating if
buried vias, all this means increased cost
and risk.

BEST SOLUTION

Use an aspect ratio under 0.8:1.

Use microvias of 100 pm with an aspect
ratio under 0.8:1 for microvias intended
for copper filling.

Use microvias of 125 ym and with an
aspect ratio under 0.8:1 for microvias
where copper filling is not a requirement.

If possible, use a start pad that is 200 pm
larger than the microvia.

If possible, use a stop pad that is 200 um
larger than the microvia.

At tighter geometries consult NCAB.

Place the requirement of dimple to a
maximum of 25 pym.

Set the requirements according to IPC-
6012 class Il and demand only > 6 pm as
overplating thickness.

Only one size of the plugged vias are pre-
ferred, if more sizes have to be plugged,
keep them within a range of 0.15mm.

Pull the microvias from the SMD surfaces
if possible.

If there is no place to do alternative 1,
place the microvias right into the pad and
demand for them to be copperfilled.

Regarding microvia-microvia, keep a
distance of 0.30 mm between holes if
possible, if not, go down to 0.25 mm.
Example: 0,10 mm microvia and 0,25 mm
buried hole gives 0,475 mm and 0.425mm
in center to center distance.
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Faerdigheder og samarbejde er

HANS STAHL
CEO NCAB GROUP

forudsaetninger for et holdbart produkt

Hovedartiklen i dette nummer af In Focus ser pa de mange spgrgs-
mal, der kan opsta i forbindelse med HDI-kort. Der er stor forskel pa
et HDI-kort og et tolags printkort. Forskellene er tydelige lige fra den
indledende designfase og hele vejen til produktion og indkgb. Som
artiklen understreger, er en fabriks produktionsudstyr kun en del af
produktionsprocessen. Medarbejdernes evner og viden er lige sa vig-
tige. Men man skal ikke afholde sig fra at veelge HDI, da teknologien
har s& mange fordele, herunder den vigtigste, nemlig evnen til at op-
fylde markedsefterspgrgslen efter miniaturisering og driftssikkerhed.
Det er af afggrende betydning, at designere og kunder vaelger den
rigtige partner til denne opgave — en partner med teknisk erfaring og
forstaelse for produktion af bade prototyper og store maengder, netop

am NCAB Group i de sociale medier
| nogle maneder har kunder og andre interesserede
B. kunnet fglge os pa Twitter og LinkedIn. Vi har ogsa
startet en blog, hvor vi beskeeftiger os med print-
kortenes alsidige verden. Fglg os pa:
» Twitter » LinkedIn » Blog

for at undga faldgruben med at designe et kort, der fungerer fint i
prototypefasen, men som ikke kan masseproduceres. Det er ogsa
vigtigt at have flere fabrikker, som er veletablerede i industrien, sa vi
altid kan levere den optimale Igsning uanset meengden.

Den vigtigste faktor for at opna et optimalt design er imidler-
tid at arbejde sammen med alle involverede parter, herunder
OEM-virksomhederne, CAD-designerne, EMS-virksomhederne og
printkortproducenterne. Alt for ofte, nar vi modtager en forespgrg-
sel fra vores EMS-kunder, modtager vi et feerdigt design og har ikke
tid til at foresla forbedringer. Der kan spares bade tid og penge ved
at gribe det an pa den rigtige méade — iszer fordi det vil resultere i et
produkt, der kan fungere i artier!

You will find more PCB Design tips on our blog:

» PCB Design tips: Via-in-pad

BY KATHY NARGI-TOTH, TECHNICAL DIRECTOR, NCAB GROUP USA

Emner, vi tidligere har daekket

Laes de tidligere numre af vores nyhedsbrev. Klik pa linket, og brevet vil abne i din browser.

Du kan finde alle nyhedsbreve pa: www.ncabgroup.com/newsroom/

» NCABs Market Watch ser pa fremtiden

2014 0530 | NEWSLETTER 2 2014

» NCAB Groups kompetenceudviklende rejser

2014 02 14 | NEWSLETTER 1 2014

» Komponentindustrien
201311 18 | NEWSLETTER 4 2013

» Stort produkt mix

201309 24 | NEWSLETTER 3 2013

» Fremstilling af prototyper
201306 11 | NEWSLETTER 2 2013

» Rusland er kommet ind fra kulden
201303 26 | NEWSLETTER 1 2013

Skriver vi om de forkerte emner?

Vi er altid pa udkig efter interessante emner, som vi kan ga mere i dybden med. Hvis der er
noget, du kunne teenke dig at laese om, eller noget af det, vi har skrevet, du kunne tenke dig

at kommentere, er du velkommen til at kontakte os og forteelle os om det.

Mail: sanna.rundqvist@ncabgroup.com

Editor SANNA RUNDQVIST sanna.rundqvist@ncabgroup.com

NCAB GROUP DENMARK +45 56161680, Bag Haverne 54, 1st. 4600 Kgge, DENMARK, www.ncabgroup.com
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